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１．概要（Summary） 

MEMS デバイスにおいて、パッケージを含めた小

型化、低コスト化が求められている。ウェハレベルパ

ッケージング技術は、構造の簡略化とウェハレベルの

一括したパッケージが行えるという特徴を持ってい

る。早稲田大学の庄子習一教授、水野潤教授の研究グ

ループは、これまで、サブミクロン金粒子を用いたウ

ェハレベルパッケージング技術[1]、同一有機基板同士

の直接接合技術[2]、無機材料同士の直接合技術[3]、
有機材料及び無機材料への各種表面改質技術[2-4]、更
には自己組織化膜を用いた有機基板と金属酸化物の

異種材料の接合技術[5]などの実績がある。本件では、

低温プロセスが必要とされる MEMS デバイスに向け

たウェハレベルパッケージ技術開発の一環として、無

機材料を用い、300℃以下で基板接合可能な表面処理

方法（大気圧・減圧プラズマ）、荷重条件（１から

100kN）、温度条件（室温から 300℃）について相談

を行い、最適と予想される接合条件の方針を決めてい

くことができた。特に、ウェハレベルパッケージング

に向けて、接合前の表面処理は、有機汚染物の除去に

有効な手段であることが確認された。 
 
２．実験（Experimental） 
表面改質装置として、各種プロセスガスの変更が可

能な真空プラズマ（SUSS MicroTech AG., PL8）、大

気圧状態及び真空状態での接合が可能な接合装置

（SUSS MicroTech AG., SB6e）、そして接合前のウェ

ハ同士のアライメント装置（SUSS MicroTech AG., 
BA8）の技術説明を受け、実際にテストサンプルを用

いて初期検討を行った。更に、表面処理の効果を接触

角測定装置 (Kyowa Interface Science Co. Ltd., 
LCD-400S)を用いて評価した。 
 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 にプラズマ処理前後における無機材料基板の

純水接触角を示す。処理前の接触角（約 58°）から、

処理後は大幅に接触角が低下することがわかる（約

16°）。このことは、プラズマ処理により、基板の最

表面に付着していた有機汚染物が除去されたことに

よるものであると考えられる。今後は、表面処理の接

合への効果を検証していく。 
 

 
Fig. 1 Water contact angles (WCAs) on the inorganic 
substrates before and after the plasma treatment. 
It was found that the WCA significantly decrease 
after the plasma treatment, indicating that organic 
contaminants were removed from the surface.  
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